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	2021年4月13日　第三者割当てによる第１回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の大量行使に関するお知らせ
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		    半導体の品質を支える。
スマートフォン・自動車・サーバー等、数多くの製品を支えている半導体。
 当社グループは、半導体の品質を支える上で必要不可欠なプローブカードの
開発・製造・販売を行っております。
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